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摘要(译)

用于微发光二极管（LED）的传质方法包括微LED制造步骤，连接步
骤，去除步骤，荧光粉层形成步骤和滤片形成步骤。 在微LED制造步骤
中，微LED形成在晶片基板上。 每个微型LED包括第一电极和第二电
极。 在连接步骤中，将包括微型LED的晶片基板与包括第一电连接部和
第二电连接部的电路基板连接。 每个第一电连接部分连接到相应的微型
LED的第一电极，并且每个第二电连接部分连接到相应的微型LED的第
二电极。 在去除步骤中，去除晶片衬底。 在荧光粉层形成步骤中，在每
个微型LED的发光表面上形成荧光粉层。 在过滤片形成步骤中，将过滤
片附着在荧光粉层上。
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